CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 31.180 Listopad 2010

Osazené desky s ploSnymi spoji - CSN
Cast 6: Kritéria hodnoceni dutinek v zapdajenych spojich typu EN 61191-6
BGA a LGA a metoda méreni 35 9041

idt IEC 61191-6:2010

Printed board assemblies -
Part 6: Evaluation criteria for voids in soldered joints of BGA and LGA and measurement method

Ensembles de cartes imprimées -
Partie 6: Criteres d,évaluation des vides dans les joints brasés des boitiers BGA et LGA et méthode de
mesure

Elektronikaufbauten auf Leiterplatten -
Teil 6: Bewertungskriterien fur Hohlrdume in Létverbindungen von BGA und LGA und Messmethode

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 61191-6:2010. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61191-6:2010. It has the
same status as the official version

Anotace obsahu

Tato Cast souboru specifikuje kritéria hodnoceni dutinek, ktera souvisi s tepelnym namahanim,

a metodu méreni dutinek rentgenovou technikou. Je pouzitelna pro dutinky vytvorené v pajenych
spojich BGA a LGA na deskach. Dale je pouzitelna pro spoje vytvarené roztavenim a ztuhnutim, napf.
pro soucastky flip chip a multichipové moduly. Rovnéz je pouzitelnd pro makrodutinky o velikosti od
deseti do nékolika stovek mikrometr(, vytvorenych v pajeném spoji, avsak neni vhodnd pro dutinky

o priiméru mensim nez 10 mm (jde obvykle o planarni mikrodutinky). Je uréena pro hodnoceni v rdmci
vyzkumnych studii, pro off-line vyrobni kontroly a pro hodnoceni spolehlivosti montaze. Neni
pouzitelna pro vlastni pouzdro BGA pred montazi na desku a rovnéz pro pajené spoje uvnitf pouzdra
soucastky.

Narodni predmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

IEC 60068-1:1988 zavedena v CSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkouseni vlivl prostiedi - Cést 1:
VSeobecné a navod (idt EN 60068-1:1994; idt IEC 68-1:1988)



IEC 60194:2006 zavedena v CSN EN 60194:2007 (35 9002) Navrh, vyroba a osazovani desek
s ploSnymi spoji - Terminy a definice (idt EN 60194:2006)

Informativni Udaje z IEC 61191-6:2009
Tato mezindrodni norma byla vypracovana IEC TC 91 Technologie elektronické montdaze.
Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
91/897/FDIS 91/909/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navrzena v souladu se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 2.

IEC 61191 sestava z nasledujicich Casti, se spoleCnym ndzvem: Osazené desky s plosnymi spoji,
jejichz prehled se naléza na internetovych strankach IEC.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace se nebude ménit az do kone¢ného data vyznaceného na
internetové adrese http://webstore.iec.ch v terminu pfisluSejicimu dané publikaci. K tomuto datu bude
publikace

- Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo

- zménéna.

Souvisici CSN

CSN EN 61190-1-3 ed. 2:2008 (35 9320) Pripojovaci materialy pro elektronickou montéz - Cast 1-3:
PoZadavky na pajeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pajky pro pajeni
v elektronice

CSN EN 61191-1:1999 (35 9041) Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 1: Kmenové specifikace -
Pozadavky na pajené elektrické a elektronické sestavy pouzivajici povrchové a obdobné montazni
technologie

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

Na obalce prejimané mezinarodni normy IEC 61191-6:2009 je uvedeno logo ,barva uvniti“, které
upozoriuje, ze norma obsahuje barvy, které jsou povazovany za uZzite¢né pro spravné pochopeni
obsahu normy. Proto by méla byt norma vytiSténa barevné.

Pro Ucely tohoto dokumentu se pouzivaji terminy uvedené v IEC 60194 a nasledujici terminy:

(3.1) pouzdro BGA (Ball Grid Array (BGA)) - povrchové montované pouzdro, kde zakoncovaci
vycnélky vytvareji na spodni ¢asti mrizku

(3.2) mrizkové pole plosek (LGA) (Land Grid Array (LGA)) - pouzdro pro povrchovou montaz
s pripojovacimi ploskami rozmisténymi do prisecikd pravouhlé sité na spodni strané pouzdra

(3.3) mnozstvi dutinek na fezu (void occupancy) - pomér ploch prirezl dutinek ve spoji k celkové



plose prirezu spoje v témze misté

(3.4) makrodutinka (macrovoid) - nejcastéji se vyskytujici dutinky v pajeném spoji, které jsou
zpUsobeny tékavymi slozkami, které se uvolnuji béhem procesu pajeni; jejich primér je obvykle vétsi
nez 10 mm

(3.5) planarni mikrodutinky (planar microvoids) - fada malych dutinek umisténych na rozhrani
mezi pajeci ploskou na desce s ploSnymi spoji a pajkou; souvisi se stavem povrchu desky a plosky

Vypracovani normy
Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, IC 61278386, Dr. Karel Jurk.
Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jitka Prochézkova

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



